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'MEMORIA DESCRIPTIVA
pare solieitar
PATENTE DE INVENCION
| en
EsSPAfiA
por VEINTE afios
@ nombre de N,V, FHILIPS'GLOEILAMPENFABRIEKEN, entidad ==
holendesa, establecida en Emmasingel, 29, Eindhoven, Ho—w
landa, port )
"METORAS, INTRODUCIDAS EN LA FABRICACION DE UNA HOJA DELGA
DA, EN PARTICULAR UNA HOJA DELGADA DE MATERTAL SINTETICO®

Bate invento se refiere s hojas deigadaa, en parti-
cular hojas delgadas de material sintético, para aisle---
miento eléotrico.

Es conooido el usar hojas delgadas de material sin-
tético a fines de aislemiento o para la proteccidn de per
tes componentes de aparatos contra el polvo y la humedad.
La dificultad se presenta en que si se produce calor en -
el componente cubierto, o aislado eléctricemente, la disi

pecidn de este calor estd dificultads por la hoja., las -~

" hojas deben tener un espesor minimo para ser capaces de ~
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registir la cargae mecénice y/o eléctrica. El resultado de
eato es que, camo consecuencie de la escasa conductibili-
dad térmica de estas hojas de materiél sintético, el calor
és acunulado en el compemente aislado. Consecuentemente,-
la temperatura del componente puede lleger a ser inacepta
blemente elevada.

Esta dificultad no se presenta si se usa para alelas
miento eldetrico una hoja delgads de material sintético -
en la cusl, de acuerdo con el invento, existen granos de
materisl no conductor eldctricamente, excediendo la eonduc
tibilided térmica de estos granos de la del materiel de -
la hoja. Mediante esta medida se realiza que la conductibi
1ided térmice media de la hojae delgeda de materiel sintéti
co con granos dispusstos en ells excede de la conductibie-
1idad térmice de la hoja simple sin granos, no siendo dig
minufde esencislmente la ventaja de la hoja delgada, su -
fdoil flexibilidad. Los granos que tienen una conductibi-
lidad térmice meyor, pueden estar completamente embebidos
en la hojea en formavque estén rodeados del materiel de la
hoja por todes partes, Sin embargo, tambidn es posible ha
cer a los granos salir a travéq de la superficie de la ho
Jae

Una ventgja particular de esta hoja delgada con gra
nos dispuestos en ella es que trozos del tamafio y formg -
degeadog pueden separarse de las hojas terminedas, por -
ejemplo por corte simplemente. Es particularmente eficaz
usar hojas delgadas de material termopléstico con granos
dispuestos en ellas, siendo los grenos subetancialmente -
del mismo temafio.

La ventaja es que los granoa pueden servir como -
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" de material temoplé'.stico con granos del mismo tamafio, ==

ety
Q.5 ey

miembros espaciedores. Si, por ejemplo, una hoja delgada

substencialmente, dispusstos en ella estd oolocade entre
dos chapas metdlicas como aislamiento eléctrico, los gre~
nog de la hoja aseguran el ma.ntenim_imto de la distanoia
predeterminade entre las dos chapas en un aumento, inten-

cionado 0 ne, de la temperaturs de la hoja, a cuya tempe-

ratura el material termopléstico pierde su rigidez, co-—w
rrespondiendo la distancia entre las dos chapas al espe——
gor de los granos.

A fines del aislamiento eléctrieo, de acuerdo con -
el invento se usae preferiblemente un meterial en hoje del
gada de un material sintético que tenge une elevade resig
tencie & la perforaciln, en el que se disponen granos de
éxido de sluminio y/o éxido de megnesio., Ejemplos de esos
materiales sintéticos sons el polietileno, poliestireno,-
cloruro de polivinilo, derivados de la celulose y materia
les similares termopldsticos y termoestebles que tengsn su
ficiente flexibilidad. |

Una hoja delgads de acuerdo con el invento puede =
ger fhcilmente fabricada mezclando el materisl de partida
en forma de polvo con los granos, por ejemplo de A12-03, -
en la cantidad deseada. Esta mezcla es a continuaciln com

primida en lédminas. Te coherencia mecénica de estas lémi-

nas despuds de la compresibn es suficiente, de modo que =
pueden ger colocadas sobre una chapa y calentadas, en Cu~
ya operacién el meterial de la hojs funde y forme una pie
2. dispueate de hoja delgada de acuerdo con el invento, -~
sobre la chapa. En eate caso pueden mezclarse por ejemplo
50 partea en volumen de polvo de material sintdtico y 50
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pertes en volumen de grencs de dxide de sluminie, Ls heoja
delgeds formede sun no es frigil y les propiedades termo-
plédstices son todavis suficientes, iguslmente con este re
lativemente elevado contenido de 6xido de aluminie. En el
actual método es ventajoso camprimir lae léminas de hoje
delgade directemente en el tamafio y forma requerides a fi
nea de aislamiento,

kdemés este método es conveniente pare fabricar la
hoja delgads directamen te sobra el componente que ha de -
alslaerse. Pars esfl;e propéed to existen dos posibilidedes.
La primera posibilided es disponer une megela del mate——-
rial de la hoja en polve y los granos, por ejemplo de &xi
de de sluminie, sobre el componente y directemente fundir
la sobre él. ILa segunds posibilided es disponer las lémi-
nag comprimidas sobre el componente y seguidamente fundir
las asimismo. En los dos métodos se puede dar el espesor
requeride a la hoja delgada deforméndels, entre chapas ca
antadas, al egpesor deseado.

Eg perticularmente ventajoso llevar a cabo el calen
tamiento del material de la hoja sobre el camponente de -
tal ménem, por ejemplo calentendo el material de la heja
a una elevada temperatura, que ae adhiera al componente -
eléetrico tembién tras del enfriémiento. De igual meners,
la chapa que sirve para dar el e'é’peaor deseado 2 la hoja
delgada puede ser unida al meterial de la heja de modo —-
que forme un conjunto con el componente que ha de aislar-
88, ’

Con objeto de que el invento pusda ser ficilmente ~
1levado a efecta, dos ejemplos del método gerén ehora des

critos mds completemente & continueciln.. .. . = w3
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I,

The mezcla de 50 partes en volumen de polvo de mate
rial sintético (polietilenc 1linesl) y 50 partes en volu-=
men de 51203 de un temafio de greno medic de 20 miecrones -~
se megcls por agltacién, Esta mezcls se dispne sobre la
superficie del companante eléctrico gue mse ha de aislar ¥
se funde aproximedemente a 2008C, Como resultado de esto
ge forma une capa ccherente que se adhiere fécilmente al
cozponen te, Un segundo componen te metalico en forme de =~
chapa se dispme sobre la capa de materisl sintétieo bajo
una ligera presidn a 180eC durante 15 minutos. Como resul
tado de esto la capa es comprimide a un espesor de aproxi
mademente 20 micromes y tembién se sdhlere fécilme te al

componente metdlico.

i,

Una mezcle de polvo de materisl sintético (polieti-
lenc lineal) y grsnos de 41,0;, segin se ha descrite en -
el Ejemplo I, es formeda en tabletas, en una miquina de -
hacer tabletas, de aproximadsmente 100 micrones de egpe~-
gor y 3 mm de didmetro. Estas tabletas son todevie frégi-
les. Se diopqnen sobre el componente que hs de aislarse y
entonces son nlteriomente tratadas térmicsmente como se
ha demcxrito en el primer ejemplo.

Una hoje delgada, de acuerdo con el invento, tiene,
por ejemplo, las sigulentes propiedades. En una lémina cir
oular de 20 mierones de espesor y 3 mm de didmetro, le re
eistencis sl sisiamiento exceda de 109 chmios. La resisten
cia térmica es 100C/W, mientras que el material sintético
gin la adicién de polvo de 8xido de aluminic u 8xido de -
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magnesio tiene una resistencia térmica de 60eC/W. Ias pro
piedades tdrmicas de la hoja delgada estdn considerable--
mente mejoradas ein que las propiedades eléctricas estém
perjudicadass

otro ejemplo de un método y dos reslizaciones de &1
de acuerdo con el invento serén share descritos méds com—-
pletamente con referencia & los dibujos que se gcoampafian,
en los cusless

Ia Fig. 1 muestre disgreméticemente la fabricacifn
de 1a hoja delgada termepldstica de acuerdo con el inven-
to. .

Ia Fige 2 es wn trozo en forma de cinta de esa hoja
delgads. | )

La Fige 3 muestra la hoje delgede dispuestia emtre =
dos chapas metdlices.

La Fige 4 muestra el uso de la hoja delgada cusndo
est& unide & un transistor.

- lag Figuras 5 a 7 muestran etapaa sucegives de la -
conexién eislante de un trsnsistor al fondo de la caja en
viats 1aterél en corte transversal.

Una hoja del.gada de acuerdo con el invento puede —=
ger fabricads por métodos conocidos esencislmente, Una cin
ta 1 de material termopléstice fabricada por leminscién -
(Fige 1) em leminada & través de un par de rodillos ogm--
lientes 2 formande una hoja delgada 3 de aproximadamente
0,1 mn de espesor. Deade un dispositivo de agitacidn 4 se
esparcen sobre la cinta granos de éxido de aluminie 5 tan
igualmente eomo sea poeible. Estos granos tienen un teme~
flo de aproximadamente 0,05 mm. E1 tamafio uniforme de egw
tos granos puede ser realizado, por ejemplo, por cernido.

CEL0T2
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Tras dé esparcir loa granos sobre la hoja delgeda sintéti
cs, o5 pasada & través de otro par de rodillos calientes
6, mediante lom cuales log granes 5 son forzados en el mg
terigl sintético temmopléstico y la hojla delgada es lemiw-
neda & un espegor de 0,05 mm, También es posible adiciow-

- nar los granos sl materiasl termoplédstico 1l en una etapa

anterior de le fabricaecién, como entes del leminedo.

En el cgso de hojas del gadas fabricadas por moldeo,
los grenos son adicionedos & la solueidn de partida, obte
niéndose por agitaoidn una distribucifn uniforme de los -
grenos en el material sintético que fluye en la superfisw
cie moldeada a través de la boquilla de moldeo.

Le Fig., 2 muestra un trozo de la hoja delgada termi
nada 7 con granos 5 digpuestos en ella.

. Ia Fig. 3 muestra en una escala exagerada elk usgo de
la hoja delgada como capa intermedias aislente entre dos - .
chapas metdlicas 8 y 9. Los grancs impiden que las dos -~
cha;pas< metdlicas 8 y 9 toquen una a otra iguslmente en el
ceso de calentamiento @ una temperatura a la cual el mate
rial sintético llega a ser ya flexible.

Ia Fig, 4 muestra el aislemieto de un transister - "
10 de la chapas de base 11 & la cusl estd conectedo median
te la interposicidn del trozo de hoja delgeda 12 entre el
fondo 13 del transistor y la chapa 1l .y del trozo de hoja
delgada 14 entre el disco separado 15 ¥y la chape de base
11,

Si el tramsistor va a ser dispuesto en ol interior
de la ceja 10 (Figurs 4) de menera que esté aislado del’
fondo 13, una mezola de material sintédtico pulverizado 16
v granos de bxido de aluminio 5 estd dispuesta sobre el -
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fondo de la caja 13, como 86 muestra en le Figura 5. E1 ~
fondo de la caja es entonces calentado (Figura 6) en for-
ma que se obtiene una capa de material sintético 17 adhe-
; rentes al fondo 13 con granos 5 embebidos en ella; Un tran
5 gistor (Figura 7) consistente en un cristal semiconductor

18, wn contacto de base 19 y un contacto emisor 20 estd -

oconectado a la chapa de base 21 por medio de una capa de

soldadurs 22. Esta chapa de base 21 sirve de comexiln eo-

lectors; ostd comprimida sobre la capa de material sinté-

10 tico segin muestra la Figura 6, Entonces sl conjunto es -
calentado hasta que el material sintético ge funde y la =

capa de material sintético 17 ee comprimida hasta dende -
los granos de 8xido de aluminio 5, que sirven de miembros
egpacisdores, lo permiten, La placa de base 21 se adhiere

15 ol materiel aintético de mamera que se obtiene una cone~—

xién sdicional del trenaistor. Una cubierta (no mestrada)

puede estar dispuesta sobre este conjunto teminado,, gemw

gﬁnﬁ nuestrs la Figura 7,' y conectada al fondo 13»
En interéds de la clarided los trozos de hoja delge~

20 da 12 y 14 se muestran exsgeradamente gruesos.
En esta aplicacidn, la elevada resistencia a la per
foraeidn del meterial de la hoja delgada asegura el aisls
mim to eldctrico satisfactorio entre la placa de -base Y-
el transistor, en tanto que los graxioa 5 diapuestoaAen la
25 hoja delgada ageguran le disipacidn satisfactoria del ca- |
lor producido en el itransistor a la superficie de enfrie
mien toe
La presente solicitud que corresponde a la presenta
da en Alemanias, el 28 de Septiembre de 1961, bajo el nime
30 ro P 27942 VIIId/21 ¢, se acoge a los beneficios del artd
281072
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281072

culo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industirisle.

N O T A

Los pantos de invencién rropla y nueva que se pre~-
sentan pera que sean objeto de esta solieitud de Patente
de Inveneidn en Espafia por VEINTE afios, son 10 siguiene-
tess

1. Mejoras introducidas en la fabricacién de una =

hoje delgada, en particular una hoja delgada de material

‘gintético, para asislamiento eléctrico, caracterizedas por

que granos de materisl eléctricemente no conductor estén

esparcidos en ella, la conductibilided térmica de los cug

les excede de la del materiel de la hoja delgada.

2, Mejoras como las reivindicadas en la Reivindice-
cifn 1, caracterizadas porque 1os grenos tienen substane-
cialmente témaﬁos iguales. '

3. Mejoras como las reivindicadas en la Reivindice~
cifn 1 y/o la Reivindicaecidn 2, caracterizedaa porque los
granos congisten en &xido de eluminio y/u bxido de magne-
sid, |

4, Mejoras como las reivindicadas en una o més de -
las precedentes Reivindicaciones caracterizadas porque la
hoja delgads consiste en material termopléstico.

5, Mejoras camo las reivindicadas en una cuslquiera
o mée de las precedentes Reivindicaciones caracterizadas
porque la hoja delgada consiste en un material que tiene
une elevada resistencia a la perforacifn elctrica.

6. Mejoraas coma lag reivindicedes en una cualquiera
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o més de lae precedentes Reivindicaciones caracterizadas
porque primerc ung mezcla de un polvo del material de la
hoja delgada es comprimido en forma de lémina, después -
de 10 cusl estas léminas son sujetas a un tratamiento —
témico pare fundir el materisl de la hoja delgada pulve-
rizede. .

7« Mejoras eano las reivindicades en la Reivindice
oién 6, earactarizedass porque las léminas son fabricadas

en el tamafie y forms degeasdos pare el aislamiento,

8« Mejoras coamo las reivindiesdas en une cualquiers

o méds de las Reivindieaciones 1 a 5, csracterizadag por--
que la hoja delgade estd fabricada directemente sobre el
companiar te que ha de ser asislado.

9 Mej oras eomo las reivindicadas en la Reivindices
cién 8, earascterizadas porque una mezcla del materiel de
1s hoja delgeda y los granos eléctricamente no condueto——
res estd dlspuests aobre el compemente que ha de ser sis-
lado y esta mezels es fundida al componente por un trata~
miento térmico.

10. Mejoras coma las reivindicada& en las Reivindi-
caciones 6 y 8, cermcterizades porque una lémina camprimi
da es colocada sobre el componente que ha ds ser slslado,
tras de 1o cual el material de la hoja delgada ea fundido
gsobre el componente,
| | 11, Méj orag cano les reivindicaedas en cualquiera de
las Reivindicaciones 8 4§ 10, caracterizadas porque el trg
tamiento térmico es reslizado en forma que el materisl de
la hoja delgada fundido se adhiere gl componente eléctri-
co iguglmente despuda del enfriamiento.

12, Mejoras camo las reivindicadas en cualquiera de
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lag Reivindicaciones 8§ a 11, carscterizadas porque el me~
terial de la hoja delgada con losg granos es forzado con-—-
tra o1 componente que ha de mer aislado nmedian te wna che~
pe ¥ le es dado de eatz manera un espesor predetermineado.

13. Mejoras como las reivindicadas en la Reivindies

o1én 12, carscterizadas porque un tratamiente térmico ems

1levade & cabo de menera que la chapa se adhlere al mate—

rigl de la hoja delgada igualmente traa del enfriemiento.

14, Mejores introducidas en la fabricaciin de una -
hoja delgada, en particular una hoja delgada de material
sintético. |

Tal y come me ha descrito en la Mamo;'ia que antece=
de, representado en los tres dibujos que se acompalfian y -
para los fines que se han especificadoc.

Este Memoria congta de once hojas escrites a méqui-

na por una sola cars.
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